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endurecidos, tienen, segin se sabe ya, propiedades de aislacidn elée-

| compuestos moldeables de resina eplxica descubiertas previemente en el
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Bl presente invento se relacionsa con compuestos .de resina epd="
xicé, y de modo mds particular, se dirige hacia compuestos de resina
epdxica, de agente de curacion y de relieno, formulados en una ‘nueva
relacidn, asf como a los procedimientos adecuados para preparar tales

compuestos.

Los compuestos moldeablés de resina epéxica, una vez curados o

trica excelente, y buenas propiedades fisicas, como 1o son su alta re-
sistencia al impacto ¥ su baja absorcidn de humedad. Sin embargo, uno
de los problemaé bésicos en este asunto, ha sido el de poder 1ogfar un
compuesto en que se incluya el agente de curacidn, que endurezca o cure
répidamente y de modo uniforme, y que ello no obstante, resulte establed
y no endurezca o cure cuando se la almacena a temperatura ambiente por
periodos de tiempo de larga duracidn.

Se conoce ya le manera de producir un oompueéto de resina epd-
xica de curacidn rédpida que no se endurezca o cure cuando se le alma-
;ena por un lapso substancial de tiempo a temperatura ambiente. Sin
embargo, estercompuesto producido por el arte previoc del ramo, tiende
a adelantarse en propiedades de flujo e ir hacia un estado de gel ocuan—
do se le almacena por unos dos & einco dias a temperaturas de 32,22 a
37,78EC. Las temperaturas de 32,222C. no son raras en las instalacionep
de moldeo y en algunas zonas del pafs a través dé las cuales hay que

transportar tal compuesto al embarcarlo. Ademds las composiciones o

arte del ramo se hacen hulosas en el molde cuando se les cura por uno
a tres miputos a las‘temperéturas de curacidn recomendadas. 2Bsto pue-
de provocar rupturas en los pfoduéfos que tienen paredes de seccidn
transversal delgada, él sacarles del molde.

Bl fin principal del invento es la formulacidén de nuevos compues

tos que comprendan en sus elementos componentes, una resina epéxica, re
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- lleno y agente curador para la resina, introducidos en el compuesto <
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en una relacién tal que, aim cuando los compuestos estén listos para
moldearse sin ulterior agitacidn o mezclado, se evite la interaccidn
prematura entre la resina y el agente de curacidn, aunque los compues
tos se hayan almacenados z temperaturas tan elevadas oomé lo sonvlas
de 32,22¢C, & 37,78°C., por un periodo tan amplio como lo €8 ei de
ires meses,

) A una temferatura ambiente'de aproximadamente 259C., los com-~
ﬁuestos de este iﬁvento poseen une vida en almacenaje de un afio o mis,)
Ademis lds.compuestos de este invento, de larga vida en anaqueles, son
de curacidén extremadamente rdpida a las temperaturas usuales de moldeo
de aproximadamente 121,11 & 176,679C., endureciéndose en un lapso de
un minuto o menos y.aun tan répidamente como en 10 segundos.

Otro fin-del invento es proporcionar un articulo con forma, o
preformade, gue comprenda una resina epdxica, un relleno o carga y un
agente curador, que posea las propiedades de larga vida en almacenaje
y répida oufaeiéﬁ antes descritas, unidas a la posibilidad de gque el
artfoulo preformado sea capaz de formar una solucidn o derretimiento
y curarse o endurscerse por la aplicacidn de calor solamente, es ie—
cir, sin que haya necesidad de agitacidn o de aplicar presidn a la
‘pasta derretida;

Un objeto mas del invento consiste en formular compuestos de
‘una resine epdxice, rellenc :. y agente de curacidén en forma seca, ya
seé en polvo o en tabletas, o una preformaciéﬂ dada al polvo, que ten-
ga la larga vida de almacenaje a elevadas temperaturas y las propieda—
des de répida curacién o endurecimiento .antes indicadas, para gue tal
compuesto en polvo o en forma.de.tabletas facilite el manejo de canti-
dades predeterminadas del compuésto para toda una aiversidad de usos
y aplicaciones.

1

Otro f£in mis del invento consiste en formular nuevos métodos
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fpuedan curar o endurecerse en menos de un minuto cuando se les somete

Jen el relleno en la forma de une pelicula o capa de revestimiento im-

_4-

Betas finalidades y otras que persigue el invente, asi como sus
ventajas se hardn evidentes a través de la siguiente descripeidn deta-
llada de algunas formas de realizacidn préctica del invento que se con
sideran preferidas.

"El p;esente4invento consiste en una composicidn megeleda seca
que comprends uhas particulas que contienen una resina epdxica de un
punto de fusién de 54,49C. & 1719C. en una mezecla Intima con particu-
les de relleno, estando individualmente revestida al menos una porcidn
de las partfculas de relleno de una pelfcula superficial de agente de
curado para proporcionar una zona de superficie sustancial de agente
curador para reaccionar con la resina a temperaturas de moldeo, tenien-
do el agemte de curado un punto de fusién de 48,89C. & 1712C., e inclu-
yendo preferentemente un acelerado;. | '

| Se ha descubierto que, incorporando una parte -importante o el
total del agente de curacidn, en mezcla, con particulas sdlidas separa~
das.o'discretas de la resina epdxica, y haciendo esto de una manera par
ticular, a saber, haciendo que las particulas del relleno o carga sir-
van de vehiculo portador al agente de.cdnacién, pueden 1og¥arse compues
tos que sean estables hasta a temperaturas de 32,22 a 37;7890., durante

un periodo tan prolongado como es el de ires meses, y que, sin embargo,
a las temperaturas de moldeo usuales, Cuando el agente de curacidn va

plantados sobre cada particula individual del relleno, el agente de cu-
racién se diStfibuy;cpar@ dar p§r resultado una muy importante y granded
mente aumentada &rea superfioiél del agente para que reaccione facilmen |
te con‘las part{culas de.resina.' Como resultado de esto se logra un
compuesté qﬁe tras de.curar o endurecersé resulta uniforme u homogéneo;

es decir, el producto ya curado esta deéprovisto de &reas ricas en agen
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L. te endurecedor y dreas ricas en resina. Ademds, la mezcla seca de =

en la cual N. es mayortque Cer'o. -

cada uno de los cuales tiene la estructura indicada, y en los que N es

particulas de resina y de particulas de la carga o relleno que llevan
el agente de curacidn en la forma de una capa de revestimiento o una
pelfcula adherida a su superficie, exhibe una largs vida en almzscena-
naje a temperatuﬁaé comparativamente altas y las propiedades de répi-
da curacidn antes mencionsdas.

Para los fines del presente invento se usan resinag epdxicas
polifuncionales sdlidas que tengan por lo menos dos, y de preferencia

mas de dos grupos epoxi, por meldcula

e
¢ \\\o/// 2

& qué' posean wn punto de Tusidn comprendido aproximadamente en el or-
den de los 54,44 a los 171,119C.

Un ejemplo de una resina epéxica sélida, polifuncional, adecua-
da para los compuestos a qus se refiere este invento, es un tipo nova-

lac epoxidizado que tiene esta formula estructural ideal:
N 7

Hig — ﬁﬁ CH,{HC ___© A ca,

Debe hacerse notar que estas resinas son mezclas de. compuestos

un promedio de los numeros integrales de N que caracteriza cada uno de
los'compuestos que constituyen las mezclas.

0tro ejemplo de una resina epdéxica sdlida, polifuncional, apro-
piada para realizar practicamente el invento es un cresol novalac epe—

xidizado representado por la siguiente férmula . ideal
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lrencia, las poliaminas aromaticas solidas que tienen un punto de fusidn

Jadecuado es la mezela de dos o més endurecedores de los cuales uno o

__CH

. N -~
]Z/ 2 ”\//

en la cual R representa clorhidrinas, glicoles y éteres poliméricos y
N mayor que uno.

Otros ejemplqs'de resinas eplxicas polifuncionales adecuadas
para usarse en los compuestos de que trata este invento, son los éteres
poliglicidilicos dé los. polifenoles que se describen en la Patente nor-
teamericana n?. 3,001.5%2. |

Los agéntes de curacion o endurecimiento que pueden usarse en la

preparacién de los compuestos moldeables de este invento son, de prefe=-

de aproximadamente 48!89 a 171,11¢C. Como>ejemplo pueden citarse meta
y para-fenileno diamina, p,p’ metileno dianilina, bencidina y 4,41 me-—
tileno bis (2 cloroanilina). Otros agentes &e curacidén que contengan

hidrdgeno activo, tal como poliamidas alifdticas, aliciclicas ¥y hetero-
ciclicas pueden emplegrse, siempmé que su punto de fusidn oscile entre
48,89C y 171¢C., Ademds, se puede usar un aéucto o un eutéctico, siemprd
¥y cuando sus puntos de fusidn estén dentro del orden de aproximadamente
48,89 a 171;112C, Un aducto adecuado puede prepararse haciendo reaccio-
ner un exceso de poliamine coﬁ una resina epdxica ﬁaﬁa formar un produc

to termoplastico sblido con grupos de hidrdgeno activos. Un eutéetico

as puede tener un punto de fusicn mds alto que el punto de fusidn de IJ
zclg final, pero en el que la mezcla tenga un punto de fusidn de apro-
ximadamente 48,89 a 171%1190., segun se';ndicé lineas arriba para el agaé
te de curacidn.

El punto de fusidn inferior, de aﬁroximgdamente 544449C. indicadd

pars la resina eprica polifuncional y de aproximadamente 48,89 sefialado
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-para el agente de curacidn, 'son necesa.rlg §rq@ a las temperaturas i

A quiere poca presidn para causar-un flujo en el molde, se obtiene con

|nivel de absorcidn de aceite. Los compuestos de gran fluidez son deses

-7 L

dé'almacenamiente e8tos ingredientes deben permanecer en estado s4lido
paré evitar una reaooi@n premafura. Las resinas epdxicas muestran'u?

reblandecimiento y punto de fusidn gréduales, mientras que los agentes

de curacién por lo general muestran un punto de fusidn nefo. El 1imi~

te superior de 171,119C., se considera deseable porque la resina y el

agente dé curacién deben fusionarse o volverse lfquidos a las temﬁera-
turag de moldeo usuales que sén de aproximé&amenté 176,672C.

Los rellenos 0 cargas adecuados pars 1nclu1rse en los compues tos
moldeables de este invento, son del tipo usual- es declr, funcionan de
modo principal para sumentar la viscosidad, disminuir el coeficiente de
expansidn térmica ¥y aumentar la conduqtividad térmicé. Los tipos comu-
nes y biéﬁ conocidos ya con los gque sé logran tales prop5sitos son los
minerales, metales, vidrio o pigmentos pulveriszados, o bién mezclas de
tales rellenos. .La’dimensiéh de particula de la carga o relleno que se
considera preferente em de,aproximgdamente ﬁalla,325_y el relleno debe
encohtrafse en estado seco, siendo ejemplos: silica, claqueta, o piza-
rra, alimina, alumina hidratada, mica, carbonato de calé¢io y polvo de
aluminio. La cantidad de 'relleno puede variar entre 10 y 300 % del pe-|
so total de la resina epdxi¢a y el agente de curacidén. Las propiedades
de.flujo y de. moldeo de los compuestosrse controlan por ia cantidad y
tipo de rel;enos que'se.usen.‘

La fluidez o fluencia larga, es decir, aquella en la que se re-
cantidades pequefias de relleno o bién con rellenos que tengan un bajo

bles pere el moldeado por transferencia de‘los‘componeﬁtes slectrdénicos
del tipo de.las resistencias, transformadores o condensadores., Se de~-

sean presiones de moldeo comparativamenté bajas dentre del orden de

2

aproximadamente §,515 a 35,155 Kg.,pof em.© segin medidor, para evitar
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fcimiento.y la resistenéia ala hﬁmedad son afecfadas por estas proporei
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Sae

la ruptura de los finos alambres dé estas piezas electrdnicas.

Los compuestos moldeables de fluidez corta o reducida, pueden
prepararse usando cantidades comparativamente érandes de relleno, o
empleando rellenos que posean un alto nivel de absorcidn de aceite.
Bste tipo de compuestos moldeables se requiere pera el moldesdo & com~
presién de piezéé que tienen paredes de seccidn transversal delgeda, @A
les como las cépsulas empleadas para encerrar partes electrdnicas, se~
gﬁh se_deécribe en la patente nortéamericana no. 2,943,359, otorgada
‘el 5 de Julio de 1960. Pueden hacerse de acuerdo con los términos de
este invento compusstos de fluidesz.largs o de fluidez corta o reducida.

Los compuestos moldeables de este.invento pusden ser preparados
Sin_incluir en ellos aceleradores. Sin embargo, los aceleradores con-
tribuyen & una curacidn rapida y a la rigidez del producto moldeado, 1
cuzl suxilia la expulsidn del molde con un minimo de rupturas en los ca
508 en:que hay:paredes de~Secci6n t:ansvefsal delgada. Los acelerédo-
res preferidos pararloé compuestos a que se refiere este.invento, son
el resorcinol, el bisfenol A, el catecol, la hidroguinona, el pirogalol
y- los fenoles relacionados.

-La, cantidad y tipo'de acelerador que se use afecta tanto la ve-
locidaa‘de la curécién como la resistividad volumétrica del producfo yal
éurado tras exponerlo a 1a humedad. Ademas, existe una relacidn entre
la cantidad de acelerador v las proporciones estequiométricas de la re-

sina y del agente de cupacién. La:vélocidad de la curacidén o endure--

LA

nes.

Los compuestos a -que se refiere este invento contienen preferen—
temente por peso, aproximadamente>de 25a909% de resina epdxica sélida'
polifuncional, unida a su agente de curacidng de 10 a 75 % de relleno
o oafga y de 0 & 10 % de acelerador, siendo mreferible que los ingre-

dientes se hallen presentes.en cantidades de 40 a 70 %, 30 a 60 tyla

-1
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| 255 % resp;otiVamente, 2 8 86 5 @ e ' :

- ripida ocuracién. Sin embargo, cuando se trabajan los ingredientes del - {
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Los compuestos moldeables de-este invento se preparan en una
forma nueva. Una técnica de trabajo usual consiste en mcler los ingre-|
dientes en un molino de dos rodillos o bién mezclarlos én una mezclado=
ra de paletas Sigma. De acuerdo con otro- procedimiento conocido, la
resina epdxica se diluye en un solvente, se afladen los otros ingredien=
tes y luego se evepora instanténeamente el solvente. Otro método mas,
previamente usado en el arte del ramo, consiste en fundir la resina y
el agente de curacidn afiadiendo los otros ingredientes, tales como el |
relleno, el acelerador, etc.,, y dejando luego que la masa fundida se
énfrie.. | |

Si los compuestos de gue trata este invento se preparasen de
acuerdo con las anteriores técnicas de trabajo usadas ya antes en el.
arte del ramo, se velverian gel durante su preperacién o mostrarfan una
corta vida en almaoénaje, empezando a fraguar o endurecerse apenas unos
cuantos dias después de almacenarse a temperaturas de 32,22¢C. a-37,78%
C.. Dado el alto grado de reapéividad de.las resinas epéxipas.polifun—r
cionales, y muy particularmente cuando hay un acelersdor incluido en el
compuesto para h;cer més répida la reaccidn, es necesario mantener la
résina y el agente de curacidn en forma de particulas separadas, dis-

cretas, a fin de obtener large estabilided en almacenaje, unida a una

compuesto simplemente a base de molerlos o pulverizarlos finamente, se

rresente todavia una falta de wiformidad en el‘produoto moldeado y ya

curado. Aparecen en tal producto curado ya, zonas ricas en endurecedor
ly zonas ricas en resina,.asi cOmo zZonas porosas y esponjosas originadas -
ipor rellenos o cargas hqme&ecidas‘incorrectamente. El alto grado de
eactividad de un compuesfo.moldeable hecho en esta forma dé& por resul-
ado que el polvo para moldear se endurezca a alto grado antes‘de que -

-

hmeda haberse logrado una mezcla uniforme de la resina y el agente de.cu#
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_racion y de que se haya consumado una completa humidificacidn del re~T
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llano.

Cuando estos compuestos se hacen de acuerdo con el procedimien—
to que se describird més adelante, se eliminan las dificultades ante-
riores y los resultados indeseables citados, y se obtiene.un compuesto
moldesble que es de una ouracidn extremadamente répide y que proporcio
na un producfo ourado uniforme y homogéneamente, 5ﬁn cuando el compues
to haya podido estar almacenado por un periodo de tiempo excepeional-
mente 1argo, a temperaturas tal elevadas como los 37,7590.

Una parte del relleno se dispersa en el compuesté en él total
de agente de curaéién, usando un molino de dos rodillos o una mezéla-
dora de paletas Sigma, o bién fundiéndo el agente de curacidn y meé-
cléndolo en el relleno en wi mezclador de servicio.pesado. El agente
de curacidn puede estar:disuelto en un solwvente, y mezclarse as{ el re
lleno, evaporando luege irstantaneamente el disolvente. Esto dd como
resultado que el égen£é de curacidn quede distribuidec en la forma de
una capa superficial delgada de revestimiento, o en prelicula, sobre lag
part{cuias del relleno. Ceda particula del rellepo lleva su propio
agente de curacién en la forma de una pelicula. Cada una de las par-
ticulas del relleno se.torne esi en un portador o vehiculo de una’ peque
fia centidad de agente de curacién. Sin embargo, el agente de curacidn
distribuido como lo estd en lﬁ forma de una capa delgada de. revestimien
to ¢ pelicula sobre las particulas, considerada en su agregacidn, pre-
sents unae zong muy grande de agente.de'curaciéﬁ listo‘péra reaccionar
fécilmente con las particulas de resina. La parte del compuesto forma-
de por el agente de ouracidn y el relleno gsté ahora en la forma de unal
t&rta ¢ aglomerado, el cual se pdlveriza entonces muy finﬁmente_y se hg.
ce pasar por un tamig'de 60 o.mds fino.

| La porcidn del compuesto integra&a por la fesina se sujeta a un

procedimiento similar mezclando el resto del relleno y la resing en un
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_molino de dos rodillos o en una mezcladora de paletas Sigma, o bién

Jdear en 1la proporcidn de 1/2 a 2% por peso a fin de evitar que la pieza

?1 _ S PghrAG)
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fundiendo le resina y mezcléndola en una mezcladors de servicio pesado
Pusde usarse un disolvente para diluir la resina, incorporar el relle-
no y después proceder a evaporar instanténeamente el disolvente. De
esta manera, el resto del relleno, 0 ssa la porcidn de é1 que no es
portada por las particulas del relleno en la forma antes indicada, es
totalmente humidificade por.la resina, esta parte del compuesto cons-—
tituida por la resina'y el relleno se fulveriza entonces y se le ta-
miza a revés de un tamiz de 60 o mis fino todavia.

La porcidén de relleno recubierta de agente de curacién y la pord
cién de relleno recubierta de resina se meszclan en seco en las propor-
ciones deseables, o sea de entre aproximadamente 50-a lld % de esté-
quiometria.

Si se usa un acelerador, puede ser afiadido  tembién recubrien-
do particulias de relleno en la forma arriba descrita o bién, afiadiéndo-|
lo a la parte del compuesto formada por el agentévde curacidn, o aﬁn
simplemente, en la forma.de'un polvo de taﬁiz 60 o més fino, mezclado
en seco con las porciones del compuestb constituidas por el agente de
curacidn y las porciones del relleno de resina.- Pueden usarse otros
aceleradores diferentes a los mencionados, como por ejemplo un complejo;
de trifluorure de boro.
‘Un lubricante, como el estearato de zinc, el estearato de calcio

0 una cera de poliglicol, se afiade por lo general al compuesto pera mold

holdeada.y ya curéda 86 pegue a; molde;

Para mayor detalle, s presentan a-continuacidn algunos ejemplos

specificos de compuestos en los que se realiza en la préctica, en for=

as preferentes, el invento:
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EJRMPLO 1. Partes por peso. =
Novalac epoxidizado”(equivalente

epoxi 190 a 220) . 100

Alimina hidratada (tamiz 325) 200

'Meta-femle‘n diamine 14

Pigrento negro de léampara... 455

Bstearato de zinc . 3

Caliéntese la m-fenilen diamina & wnos 93,33 a 121,11¢C. afid-
danse 20 partes de la alumina hidratada y mézclengp por 30 minutos.
De jese enfriar, pulvericese y tamicese a tra&és de una oriba de 20 ma~
llas. El resto de la alimina hidratada, el novalac epoxidizado y el
pigmento de negro de lampara deben trabajarse ahora en un molino de dof
rodillos. Pulverizar y cerner a iravés de una malla 100. Tras de és-
to mézclen;e en seco los dos componentes junto cdn el estearato de zing

Este compuesto parz moldear puede ser comprimido.para darle‘una
forma previa o hacerlo fabletas paia facilitar alimentar a un molde.
El coﬁpueéto es estable a 32,22¢C. durante tres meses, y se cura en 30

segundos a temperaturas entre 148,89‘y 171,11¢C, Bste compuesto es dd

- t -
tivo de fluidez corta, adecuado para moldeo por compresién. La resis-

tencia o resistividad vblumétrica dél compuesto ya curado es de 1010

ohmios por centimetro, a 2009C,

EJEMFLO 2. - . ' Partes por peso.

Cresol novalac epoxidizado (equi- .
valente epoxi 225) _ . ) 190
Herina de pizarra 140
P,P'metilen dianiling B 20
Polvo de bisfenol A 10
Esterato de calocio '_ o 3.5

Distelvase la p,p'metilen dianiline en acetona y afiddanse 40

vartes de la harina de pizarra o claqueta y mézclense. Viértase en re
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L. cipientes y déjese que el solvente se evapore, usando el vacio para T
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acelerar el procedimiento. Se forma una torta que se pulveriza y se
tamiza é través de un tamiz de 100, Trabdjese el resto del reileno
con el cresol novalaze epoxidizadd en una mezcladora resistente de ti-
po industrial, a una temperatura entre 121,11 y 176,6790.. Viértase
en recivientes y enfriese. Pulvericese la forta y tamfcese a través
de un tamiz de 100, Mézclense en seco los dos oompohehtes, Jjunto con
el bisfenol A y el estearato de calcio,

Este compuesto es utilizable después de estar almacenado a tem-
peraturas de 32,22 a 37,782C. durante tres meses. El compuesto para
moldear puede ser;moldeaao por transferencia en 20 segundos a.una tem-I
peratura entre 148,89 y 176,672C. Se hace rigido en el molde ¥ puede
ser expulsado de 61 fécilmente sin esperar enfriamiento. La resisten—
eia o‘resistividad volumétrica & 2002C, es de 1010 ohmios por centime~
tro, Bl material ya curado no se ve afectado por la exposicién.a la .

acetona durante 24 horas.

EJEMPLO 3. - . . . Partes por peso.

Novalac epoxidizado (equivalente

epoxi 190-220) 100
Polieter glicidflico de bisfenol A -
(equivalente epoxi 500) " .30
. P,P'metilen dianilina . 25
Talco oo ‘ 150
Polvo de resorcinol. . _ . ) 5
Piémenpo rojo de cadmio : ’ 3

Preparese un aducto de poliamida fundiendo el polieter glicidi-
lico del bisfenol A a temperaturas de 121,11 a 148,899C., en una meg—
cladora Hobart, sfiadiondo 1l P,P'metilén dianilina., Mézclese por 30
minutos y afiadase 50 partés de talco al aducto, y sigase mezclando por

30 minutos. Viértase en una charola para enfriar, pulvericese y tami-
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Trabdjese con el novalac epoxidizadb y el resto del talco y con
el pigmento rojo de cadmio en una mezcladora resistente de tipo indus-
trial a una temperatura de entre 121,11 y 148,8996. Vidrtase én un
recipiente, déjese enfriar, luego pulvericess y tamicese a través de
un tamiz de 100, Mézclese luego en seco los dos componentas junto
con el estearat6 de zinc y el resorcinol.

Se obtiene asf un compuesto de fluidesz larga, adecuado para mol
deo por transferencia. Bl compuesto cura en 45 segundos a temperatu-
ras entre 148,89 y 1%i,119c. La resistencia volumétrica a 1759C., es
de 100 onmios centimetro y el‘compuesto resulta usable tras de alma-

cenarlo durante tres meses a temperaturas de enmtre 32,22 y 37,78¢C.

EJEMFIO 4. o Partes por peso.
Cresol novalac epoxidizado ﬁéqui- |
~valente epoxi 235) . . 100
Meta~fenilen diamina : 10
Harina de pizarra o clagueta 120
Catecol _ | 3
Estearatoide zine 3

Findase larmeta-fenilén diamina a 93,330°C. afiddanse 20 partes
'de la harina de pizarra, y. mézclense por 30 minutos en una mezcladora
resistente de tipo industriai. Enfr{esez pulvericese y tamicese a tra
vés de wn tamiz de 100; Trabéjese el resto del relleno con la resina
a temperatura entre 121,11 y 148,89%C, Enfrieée, pulvericese y tamiced
'se & través de un tamiz de 100. Mézclense luego en seco los dos com-
ponentes jﬁnto con el catecol y el estearato de zinc. N

Este compuesto para moldegr es utilizable tras de ser almacena- ‘
do por 3 meses a temperaturas entre 32,22 v.37,76%C, Bs adscuado pars

moldeo por transferencie y cura en 15 segundos a una temperatura entre

148,89 y 171,11¢C.
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se estiman preferentes, y que hen sido expuestos mas arribe, una parte .
del componente rellenador se mezcla o se trabaje junto con la resina,
debe entenderse bién que la cantidad total de llenador del compuesto
puede servir como vehfculo para el agente de curacilne Si el compuesto
tiene una cantidad comparativamente pequefia de rellenc, en relaciin con
la cantided total del compuesio pars moldear del cual forms parte como
ingrediente, la cantidad completa del rellenoc puede éar recubierta con
el agente de curacidn en la forms antes sefialadas

Se cree que las ventajas y los mejores resuliados que se obtie=
nen con el invento serdn evidentes tras del examen de lo antes expuesto
en que aparece la descripeidn detallada de algunas formas preferentes
de realizaci8n prictice del mismos Debe entenderse que puedén hacerse

diversas modificaciones y cambios sin por ellos salirse de la idea ca~

nir en las cléusulas reivindicatorias de propiedad siguientese

| .+ REIVINDICACTONES

En resumen, la Patente de Invencidn que se solicita recasrd so-
bre las reivindicaciomes siguientess

1= Método de produccidn de una composicidén de resina epoxilica,r
mezclada, seca y de rapido cursdo, agente de curado y rellencdor, de -
prolongada duracidn en almacenamiento a temperaturas tan elevadas como
37,79C+ aproximadamente y que, al moldearse, proporciona un producto =

homogéneo libre de zonas ricas en agente de curado y en Tesina, cuyo md

todo comprende el revestimiento de una porcién por 1o menos de las parw
tfoulas rellenadoras de la composicifn con un agente de curedo, de ma=

nera que tales partfculas queden individualmente revestidas con una pe-
1foils superficial de dicho agente que ofrezca un sustancial &res sﬁpen.
ficial de tal agente para su reaccidn con la resina a temperaturas de -

moldeo, y el mezclado conjunto y en seco del rellenador reveatido con -
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~ curado ¥ la poreidn de rellenador revestida con resina, en la propor-

a~

. 2.~ M8todo seglin la reivindicacidn 1, en el que la resins es
epoxilica polifuncionsl s8lida con mfs de dos grupos epoxilbs- |
3e= Método segiin las reivindicaciones 1 6 2, en el que la re=
#ina e una novolace epoxidada o un 8ter poliglicidilo de un polifencle
4o~ M8todo segin ocualquiera de las reivindicaciones 1 a 3y en
el que el agente de curado consiste en una amina sélida, un aducto de
una amine y una resins epoxilica, o una megols de aminas de un punto
de fusidn de 47,79C. aproximadamentee
Se= ¥étodo seglin cuaslquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en
el que el rellenador consiste en minerales, metales, vidrios, pigmen-
tos o0 mezclas de ellos y 8e halla presente en una cantided aproxima-

da del 10 al 300 % en peso de la cantidad total de resina epdxilics y

6e— MBtodo segiin cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, qu
comprende el revestimiento individual de una poreidn de las partfcul
rellenadoras con el agente de curado, el revestimiente de la restante
poroidn de lms partfculas rellenadoras con la resina y el mezclado con

junto y en seco de la poereidn de rellenador revestidas con agente do -

cidn estequiométric-a, del 50 al 110%.

;.- Método segin la reivindicacién 6, en el que la porcidn
de rellenador revestide con agente de curalo yle porcidn de relle-
nado;r revestida con resina son pulverizadas en un polvo fino antes de
mezclaese enire sie » .

8e~ MBtodo seglin cualquiera de las reivindica;ciones 1eaT7 -

que contisne un aceleradore

9«~ M8todo segin cualquiera de las reivindioscionss 1 a 8, qu
contiene en peso del 25 al 90 ¢ de resina, junto.con sl agente de curE
do de la misms, del 10 g1 75% de rellenador y del O el 10% de acelerg
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- 10.~ M8todo seglin la reivindicacidn 9, que contiene en peso del.
40 al 70% de resina, junto con el agente de curado de la misma, del
30 a1 60 % de rellenador y del 1 al 2,5 % de. aceleradore

11+~ Se reivindica por Gltimo como objeto sobre el que ha de

recaer la Patente de Invenciln que se solicita ™ METODO DE PRODUCCION
DE UNA COMPOSICION DE RESINA EPOXILICA “. '

V‘I‘odo conforme queda descrito y réivindicado en la presentes me-

moria descriptiva que consta de diecisiete piginas esoritas & miquinae

Madrid, 1 Junio 1963

ALFONSO UNGRIA
PeDe
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